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Produkt

Leiterplatte-zu-Leiterplatte

Eigenschaften

Vorteile

Produktfamilie

0.5, 0.6, 0.8 mm freie Hohe

N

Ermoglicht hohe Kontaktanzahlen auf kleinstem Raum,
um wertvollen Platz auf der Leiterplatte zu sparen.

Erhaltlich in den Kontakt-Konfigurationen 220, 240
und 440.

Verfugbar in einer Vielzahl von Stapelhéhen von
5 bis 8 mm.

Erhaltlich in Tape&Reel-Verpackung fur den Schutz
der Anschluss-Kontakte und fir die automatisierte
Bestlckung.

Von Intel fur COM Express qualifiziert

Ermoglicht hohe Kontaktanzahlen auf kleinstem Raum,
um wertvollen Platz auf der Leiterplatte zu sparen.

Verfugbar in einer Vielzahl von Stapelhéhen von
5 bis 8 mm.

Erhéltlich in Tape&Reel-Verpackung fur den Schutz
der Anschluss-Kontakte und fir die automatisierte
Bestuickung.

Kompatibel mit Standard-Pick-and-Place-
Vakuumdusen

Verfugbar mit UL- und RoHS-konformen Teilen

Leiterplatte-an-
Leiterplatte-
Steckverbinder

MICTOR (12G)
Steckverbinder

Zweiteiliger Steckverbinder flr eine Vielzahl von
Leiterplatten-Starken, bietet kontrollierte Impedanz

Hybridsteckverbinder mit spezieller Erdungsschiene
fur Low Crosstalk oder als Stromanschluss; jeder Power
Kontakt tragt 9,5 A

12-Gbit/s High-Speed Datenrate
0,8-mm-Raster fur die SMD Montage

Verschiedene Stapelhéhen von 5 mm bis 30 mm;
verflgbare Stapelhdhen: 5, 8, 11, 14, 16, 19, 22, 25 und 30

Anzahl Kontakte von 28 bis 200; voll bestlckt: 40, 80,
120, 160 und 200; nicht voll bestlckt: 28, 56, 84, 112,
und 140

.

.

Zuverlassige Signalintegritat und ausgezeichnete
Signalgeschwindigkeit

Freie Pinbelegung mit einer groBen Auswahl an
Optionen fur kundenspezifische Systemdesigns

Robustes und intelligentes Gehausedesign

Kundenfreundliche Preisgestaltung, kirzere Vorlauf-
und Reaktionszeiten

Leiterplatte-an-
Leiterplatte-
Steckverbinder

BNC, SMA, N. SMB, MHF

0,5-mm-Raster mit 67 Kontakten
Entwickelt fUr ein- und zweiseitige Module

Erhaltlich in verschiedenen Kodierungsoptionen
far Modulkarten

Unterstutzt PCI Express 3.0, USB 3.0 und SATA 3.0
Hoéhe, Position, Bauart und Kodierung wahlbar

In verschiedenen Héhen erhaltlich

Bajonettverschlusskupplung flr ein schnelles
Verbinden/Trennen

Verschiedene Steckverbinder in 50- und 75-Ohm-
Ausfuhrungen erhaltlich

Vollstdndig kompatibel mit vergleichbaren BNC-UG/
U-Steckverbindern

Umfassendes Sortiment an Hex Crimp- und O-Crimp
Produkten fir gangige Koaxialkabel.

Niedriges Stehwellenverhaltnis

Die Produktlinie M.2 Next Generation Form Factor
(NGFF) ist ein natirlicher Ubergang von der Mini-Karte
und der Halb-Mini-Karte zu einem kleineren Formfaktor
in GréBe und Volumen. WiFi, Bluetooth, globale
Navigationssatellitensysteme, Near Field Communica-
tion, hybrides Digitalradio, Wireless Gigabit Alliance
(WiGig), Wireless Wide Area Network und Solid State
Storage Devices

Ein weiterer Vorteil sind die PCle-Gen-3-, SATA-3,
SATA-1/O- und USB-3.0-Funktionserweiterungen.
Der neue, kleinere Formfaktor eignet sich fur
Anwendungen in neuen schlanken Plattformen

Entwickelt fur Funkfrequenzen von wenigen MHz bis
Uber 100 GHz

HF-Steckverbinder sorgen fir eine optimale Leistung
in rauen, herausfordernden Umgebungen. Dabei
gewadhrleisten sie eine geringe Einflgungsdampfung,
ein ausgezeichnetes Stehwellenverhaltnis sowie
weitere elektrische und mechanische Eigenschaften.

PCB-Steckverbinder

HF / Abschirmung / Erdung

HE-Koax-
Steckverbinder

Board Level Shieldin
(BLS)

Zweiteilige Losung (Mindesthdéhe 0,85 mm)
Einteilige L6sung (Mindesthéhe 0,7 mm)
Standardisierte Materialien und Blechstarken

Zu den standardisierten Merkmalen zahlen: Form der
Ecken, Tragerbefestigung, SMT (Kastellierungen),
Biegeradien, Bestlckungseigenschaften, durchgehende
Locher, Rastlocher, Verriegelungs- und
Kontaktvertiefungen

EMI-Abschirmungen, die das sogenannte
Nebensprechen in komplexen Geraten minimieren,
ohne die Systemgeschwindigkeit zu beeintrachtigen

EMI-Filter

Umfangreiches Standardangebot an Federkontakten/
Erdungsprodukten

Erhéltlich in H6hen ab 0,4 mm und bis 7,0 mm

Typ: Standard, seitlich geschitzt, vorgespannt,
ultra low-profile

Die Vorspannfunktion verdoppelt fast den
Arbeitsbereich eines herkdmmlichen Federfingers und
erhoht die Kontaktkraft um 0,2 N

.

Dank winziger, skalierbarer, oberflachenmontierbarer
Kontakte kann der Konstrukteur Erdungslésungen fast
Uberall anbringen

Leiterplatte-an-
Leiterplatte-
Steckverbinder
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https://www.te.com/global-en/plp/board-to-board-connectors/Y30nA.html
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/board-to-board-connectors/intersection/free-height-connectors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/board-to-board-connectors/intersection/free-height-connectors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/board-to-board-connectors/intersection/free-height-connectors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/global-en/products/connectors/pcb-connectors/board-to-board-connectors/intersection/mictor-connectors/mictor-sb-connectors.html
https://www.te.com/global-en/products/connectors/pcb-connectors/board-to-board-connectors/intersection/mictor-connectors/mictor-sb-connectors.html
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/board-to-board-connectors/intersection/mictor-connectors.html?source=header-match&tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/board-to-board-connectors/intersection/mictor-connectors.html?source=header-match&tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/board-to-board-connectors/intersection/mictor-connectors.html?source=header-match&tab=pgp-story
https://www.te.com/global-en/products/connectors/pcb-connectors/card-edge-connectors/m-2-connectors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/global-en/products/connectors/pcb-connectors.html
https://www.te.com/usa-en/plp/rf-connectors/Y30oB.html
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/rf-coax-connectors/rf-connectors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/rf-coax-connectors/rf-connectors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/global-en/products/emi-filters/board-level-shielding-bls.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/global-en/products/emi-filters/board-level-shielding-bls.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/emi-filters/board-level-shielding-bls.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/plp/spring-finger-contacts/Y30dD.html
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/board-to-board-connectors/spring-finger-contacts.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/board-to-board-connectors/spring-finger-contacts.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/board-to-board-connectors/spring-finger-contacts.html?tab=pgp-story

Produkt

Eingabe/Ausgabe

AMPLIMITE

Eigenschaften

Hochste Bestandigkeit gegen Entflammbarkeit mit
einem nach UL94V-0 eingestuften thermoplastischen
Gehause, Schnittstelle Typ D mit hoher Dichte

20 bis 100 Kontaktpositionen
Hervorragender EMI/RFI-Schutz

Schitzen Sie |hr System mit Abschirmungen, die vor
den Kontakten gesteckt werden, wobei die Masse
zuerst gesteckt und zuletzt unterbrochen wird

Je nach Bedarf sind Quetsch- oder
Spindelverschlusse erhaltlich

Vorteile

Nutzen Sie umfassende Designoptionen, um praktisch
jede Systemanforderung zu erfullen, mit Kabel und
rechtwinkligen oder geraden
Leiterplattenkonfigurationen

Fur maximale Designfreiheit mit einer Vielzahl von
Anschlussmoglichkeiten wie (Wellen-)Léten, Crimpen,
IDC, Flachbandkabel und Action Pin

Robustes Design fur den Einsatz in rauen Umgebungen

Verbessern Sie die Haltbarkeit mit Frontmetall-,
Vollmetall- und Kunststoffgehausen

Reduzieren Sie das Gesamtvolumen der Stiftleisten
um 48 % und die Leiterplattenflache um 38 %, mit
gestapelten Stiftleisten, um mehr Platz flr andere
Komponenten zu schaffen

Ein grosses Portfolio an Kits und Zubehor erlaubt
die Anpassung an spezifische Anwendungen

Optionale Kontaktabschirmung fur zusatzlichen
EMI/RFI-Schutz

In Ubereinstimmung mit SCSI- oder VESA-
Industriestandard

Ermdoglichen Sie mit integrierten Leiterplatten-
Verriegelungen oder Schraubsicherungsmuttern
eine problemlose Montage der Steckverbinder
auf der Leiterplatte

Produktfamilie

D-férmige
Steckverbinder

Unterstltzt die Typen USB 2.0, USB 3.1 Gen 1 und
USB 3.1 Gen 2

Liefert eine Leistung von bis zu 100 W bei 20 V

IPX8-wasserdichte und IPX4-spritzwassergeschitzte
Optionen verfugbar

Erhaltlich mit einer der kleinsten zweireihigen
SMT-Gehdusegeometrien, sodass wertvolle
Leiterplattenflache eingespart wird

.

.

.

Bereitstellung einer Verbindungslésung fur Daten,
Stromversorgung und A/V

Entwickelt mit einer austauschbaren und umkehrbaren
Steckschnittstelle

Abwartskompatibel mit anderen USB-Anschlissen
bei Verwendung von Konverterkabeln oder Adaptern

Unverwechselbares Design auf der Rickseite des
Gehduses fur branchenftihrende EMI-Leistung

Verbesserte Platinenhaltefunktionen flr
zusatzliche Haltbarkeit

USB-Stecker

oder LIF)

e
/

+ 280

e
il —

30u Zoll Vergoldung

LCP-Materialien

Industrieller Temperaturbereich -45 bis +85 °C

Reflow |6tbar

3-adrige Drossel

Datenraten von 10/100 Mbit/s und 1 Gbit/s

1x1-, 2x1- und 1x2-Formfaktoren mit LED-Option erhaltlich

PoE, PoE+ und PoE++ werden unterstutzt

Raster: Raster 0,25 bis 1,25
Anzahl Kontakte: 3 bis 60 Kontakte

Schrage FPC-Einfligeoption zur Maximierung
der PCB-Layoutflache

Low-Profile (unter 1 mm) und glnstige
Produktangebote

Umfangreiches Portfolio fir mehr Design-Flexibilitat
bei bewahrter Qualitat und Zuverlassigkeit

Verbesserte Zuverlassigkeit durch hohen Temperatur-
bereich der Magnetics, Hochtemperaturmaterialien
(LCP) und eine 3-Zoll-Goldkontaktbeschichtung

Korrosionsbestandig durch vergoldete Kontakte

Industrieller Temperaturbereich fur temperaturtech-
nisch nicht geregelte Anwendungen in der industriel-
len Fertigung

Ausgezeichnete Signalintegritat und minimale
Sattigung sorgen fur weniger Ubertragungsfehler
durch Verwendung einer dreiadrigen Drossel
(keine Interferenz zwischen PoE und Signalen)

Verbesserte Verarbeitbarkeit, da bei der
Gerateproduktion nur ein einziger L6t-Vorgang
erforderlich ist

Optimierte Verpackung fur den Produktionsablauf des
Kunden durch T&R- und Tray-Verpackungen verfligbar

Geeignet fur FPC-/FFC-Kabel

Erhaltlich als ZIF- und Nicht-ZIF-Ausfihrung
Verschiedene RastmaBoptionen

Erhaltlich mit SMT- oder T/H-Leiterplattenanschluss
Keine Werkzeuge erforderlich

Erhaltlich in Ausfihrungen mit rechtwinkliger und
vertikaler Montageausrichtung

Rechtwinklige Ausfiihrung mit oberem, unterem oder
Doppelkontakt erhaltlich

Lotpads und abgewinkelte Beine zur
Leiterplattenarretierung

Die Verriegelungsfunktion sorgt flr hohe Haltekraft

Steckverbinder

Kabel-zu-Leiterplatte

EPC (0.4 BtB oder ZIF

EEC. FPC und

Elachbandsteckver-

binder
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https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/channel/marketing-materials/amplimite_ecard.pdf
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/d-shaped-connectors/d-sub-connectors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/d-shaped-connectors/d-sub-connectors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/plp/usb-connectors/Y30m8VEzp.html
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/audio-video-high-speed-serial-connectors/usb-connectors/usb-type-c.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/plp/rj45-connectors/Y30mj.html?source=header-match
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/intersection/industrial-rj45.html
https://www.te.com/usa-en/plp/fpc-connectors/Y30oe.html
https://www.te.com/usa-en/plp/fpc-connectors/Y30oe.html
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/wire-to-board-connectors/ffc-fpc-ribbon-connectors/fpc-connectors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/wire-to-board-connectors/ffc-fpc-ribbon-connectors/fpc-connectors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/wire-to-board-connectors/ffc-fpc-ribbon-connectors/fpc-connectors.html?tab=pgp-story

Produkt

Kabel-zu-Leiterplatte

Eigenschaften

Vorteile

Produktfamilie

High Performance
Interconnects (HPI

Raster: 1,0 mm - 2,5 mm
Positionen: 2 - 32

Stiftkontakte mit quadratischem Querschnitt ermég-
lichen die Kompatibilitat mit Industriestandardprodukten.

Umfangreiches Portfolio, geeignet fur alle
Anwendungen, bei denen Signale oder schwache
Stréme in einem Gerat Ubertragen werden mussen

Hohe Zuverlassigkeit und Leistung

Rechtwinkligen Stiftkontakte erlauben
Steckverbindungen mit Produkten anderer Hersteller

Stiftleiste + COSI Steckverbinder (Crimp On Snap In)
Polarisiert

Positive Arretierung mit hérbarem Klicken beim Stecken
Verschiedene Farben zur Systemfarbcodierung erhéltlich

AWG 30-24

Kabel-an-

Leiterplatte-
Steckverbinder

CT, Mini CT, Micro

Power

Micro-USB-Steckverbinder

Zwei Anschlussmoglichkeiten: Schneidklemmkontakte,
Crimpverbindung

Schneidklemmkontakte, AWG 26 ~ 28
Crimp AWG 24-28

Schaltkreise von 2 bis 20 einreihig und 20 bis
40 zweireihig

Optional geknickte Beine flr bessere Fixierung
auf der Leiterplatte

Drawer- und Lattice-Serie
Ausfthrung fur Flanschmontage verflgbar
RoHS-konform

Komponentenprogramm der Underwriters
Laboratories Inc., Aktenzeichen E28476

Canadian Standards Association, Aktenzeichen
LR 7189-133

Zuverlassiges und robustes Design fur eine stabile
Verbindung, auch nach Tausenden von Steckvorgangen

Kosteneinsparungen durch die Integration von Strom-
und Datentransport innerhalb eines Steckverbinders

Unser groBes Portfolio und unser hochgradig
anpassbares Produkt bieten die bestmogliche
Designflexibilitat

.

.

.

.

Ahnlich wie die standardmé&BRige AMP-CT-
Steckverbinderserie, die sich bei der Herstellung
von Kabelbdumen bewahrt hat

Es gibt eine Vielzahl von Maschinen fur die
Kabelbaumherstellung, von Handgeraten fir die
Kleinserienproduktion bis hin zu automatischen
Crimpmaschinen

Zwei Gehausetypen sind verflugbar: Crimp- und
MT- Gehause (Mass Terminated), die mit
Schneidklemmkontakten vorbestickt sind

Kleiner Steckverbinder
Hohe Gestaltungsfreiheit
Erhohte Robustheit und Gberlegene Haltbarkeit

Kosteneffiziente Losung

Kabel-an-

Leiterplatte-
Steckverbinder

Audio- und
Videoanschlisse

DC-Buchse
(Batterie, Gehause)

Leiterkarten und Buchsen
Mini SD

.

4

&\;;/

Geringe GroBe fur einfache Integration

Schnappfunktionen zum Verriegeln der DC-Buchse
in der Abdeckung

Ein doppelt gefederter Massekontakt verbessert
die Auszugskraft des Steckers

Laserbeschriftung zur Identifizierung

Unterschiedliche SteckerkonfigurationsgréBen:
Standard und Micro

High-Speed-Datenutbertragung

Entwickelt fir eine unkomplizierte Bedienung mit
den Steckméglichkeiten Push/Push und Push/Pull

Konstruktionsbedingte Einhaltung der bestehenden
SD-Speicherkarten-Standards

Erhaltlich als Top- oder Bottom-Mount-Ausfihrung

Breite Marktakzeptanz
Geringe Kosten und einfache Anwendung

Einfache Handhabung fur Endkunden und weit
verbreiteter Anschluss

Entwickelt fur eine unkomplizierte Bedienung mit
den Steckmdglichkeiten Push/Push und Push/Pull

Konstruktionsbedingte Einhaltung der bestehenden
SD-Speicherkarten-Standards

Erhaltlich als Top- oder Bottom-Mount-Ausflhrung

Batterie-
Steckverbinder
und Halterungen

Speicherkarten-
Steckverbinder
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https://www.te.com/usa-en/plp/wire-to-board-connectors-hpi/Y30o9X262j.html
https://www.te.com/usa-en/plp/wire-to-board-connectors-hpi/Y30o9X262j.html
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/wire-to-board-connectors/intersection/high-performance-interconnects.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/wire-to-board-connectors/intersection/high-performance-interconnects.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/wire-to-board-connectors/intersection/high-performance-interconnects.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/wire-to-board-connectors/intersection/1-5mm-amp-mini-ct-connectors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/wire-to-board-connectors/intersection/1-5mm-amp-mini-ct-connectors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/wire-to-board-connectors/intersection/1-5mm-amp-mini-ct-connectors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/wire-to-board-connectors/intersection/1-5mm-amp-mini-ct-connectors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/search.html?q=micro%2Busb%2Bconnector

https://www.te.com/usa-en/plp/usb-connectors/Y30m8VEpz.html
https://www.te.com/global-en/products/connectors/audio-video-high-speed-serial-connectors/usb-connectors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/global-en/products/connectors/audio-video-high-speed-serial-connectors/usb-connectors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/plp/battery-connectors-dc-jacks/Y30na.html
https://www.te.com/usa-en/plp/battery-connectors-dc-jacks/Y30na.html
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/battery-connectors-holders/battery-connectors-dc-jacks.html?source=header-match&tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/battery-connectors-holders/battery-connectors-dc-jacks.html?source=header-match&tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/battery-connectors-holders/battery-connectors-dc-jacks.html?source=header-match&tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/plp/sd-card-connectors/Y30ED.html
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/memory-card-connectors/sd-card-connectors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/memory-card-connectors/sd-card-connectors.html?tab=pgp-story

Produkt

Relais

AXICOM IM Relais

Tastschalter

Eigenschaften

Besonders flach 10 x 6 mm, flache Ausflhrung
5,65 mm und min. Leiterplattenflache 60 mm?

Schaltstrom 2/5A, Schaltleistung 60 W/62,5 VA
und Schaltspannung 220 VDC/250 VAC

Hohe Dielektrizitats- und Uberspannungsfahigkeit
von bis zu 2500 Vrms zwischen offenen Kontakten
und 2500 Vrms zwischen Spule und Kontakten.

Geringer Spulenstromverbrauch, 140 mW Standard,
100 mW bei der hochempfindlichen Version, 50 mW
bei der ultra-hochempfindlichen Version und 100 mW
bei der bistabilen Version

Hohe Kontaktsicherheit bis zu 10.000.000 Schaltzyklen
Sehr geringer und stabiler Kontaktwiderstand

THT, SMD-Design fur Reflow-Loten, bietet eine Option
mit kleinerem Footprint

Hohe mechanische StoBfestigkeit bis 50 g funktional

Schalter geben taktile RUckmeldungen an Benutzer
bei Kontakt mit dem Bedienfeld

Erhaltlich in verschiedenen GréBen und Aktuator-

Vorteile

Kleine elektromechanisches Relais, welche dem
Platzbedarf von kontinuierlich schrumpfenden
Kundenanwendungen genigen

Verflugbare Kontaktstruktur-Optionen (1 Form A,

2 Form A, 1Form C, 2 Form C), was bei alternativen
Technologien wie Halbleiterrelais oft nicht ohne groBe
Kostenfolgen moglich ist

Schaltet Signal und niedrige Leistung

Unterstlitzung batteriebetriebener Anwendungen
durch eine bistabile Lésung, die keine konstante
Leistung verbraucht

Schalter

TE bietet eine groBe Auswahl an taktilen Schaltern,
von Miniatur-Oberflachenschaltern bis hin zu taktilen
Schaltern mit IP-Schutzart. Die taktilen Schalter von

Produktfamilie

Axicom Relais

Gefilterte Eingange

.

IP-Schutzart und Standardprodukten

Mehrere gefilterte Leistungsstufen

Einrastbare und flanschmontierte Versionen erhéltlich
C-13-, C-14- und C-18-Eingange bis 15 A
C-20-Eingange mit bis 20 A

.

" TE sind in verschiedenen Aktuatorlangen erhaltlich, Schalter
Ausflhrungen die eine individuelle Funktion bieten, die in jede
« LEDs méglich Designanwendung passt
DIP-Schalter * Breites Spektrum an DIP-Schaltern fur die * TE bietet eine groBe Auswahl an taktilen Schaltern,
Oberflachen- und Durchsteckmontage von Miniatur-Oberflachenschaltern bis hin zu taktilen
. . . Schaltern mit IP-Schutzart. Die taktilen Schalter von
° Elne“V|_eIzah|_von Aktuatorentypen und -GroBen . TE sind in verschiedenen Aktuatorlangen erhaltlich, Schalt
ermaoglicht eine brel_te Pa_lette lyon Anwendungen in die far jede Designanwendung eine maBgeschneiderte Schalter
Computern und Peripheriegeréten Funktion bieten. Wir bieten auch SIP-Switches an,
«  PositionsgréBen von 1 bis 12 die mehrere Widerstande und RAM-Chips mit einem
gemeinsamen Stift bindeln kénnen
Schiebeschalter « In verschiedenen Konfigurationen und GréBen « Die GroBen sind Subminiatur, Miniatur und Standard.
erhaltlich Es gibt viele Anschlussvarianten fur Schiebeschalter,
. hal | . einschlieBlich Durchfiihrung, Kabel, Lotklemmen,
+ Die Schalter werden als SMD oder THT Version Schraubklemmen, Schnellanschluss- oder Flachstecker-
geliefert und sind in verschiedenen Winkel Stellungen Klemmen, Oberflachenmontagetechnik und Schalter Schalter
erhaltlich, um eine problemlose Bedienung zu = @am Séhalttafeleinbau
ermdoglichen
Mikro-/Schnappschalter « Erhaltlich mit verschiedenen Aktuator-Ausfliihrungen « GroBe Auswahl an Optionen, einschlieBlich Block-,
und Montageoptionen Tray- und Combo-Steckverbindern
« Das Angebot an Snap-Produkten reicht von
Miniaturausfiihrungen bis hin zu Switches mit Schalter

Leistungseingangsmodul

Mit geringen Verlusten ideal fir medizinische
Anwendungen

Vielfaltige Montageoptionen flr mehr Flexibilitat
bei der Installation

EMI-Filter
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https://www.te.com/usa-en/plp/signal-relays/Y30D5.html
https://www.te.com/usa-en/products/brands/axicom/axicom-im-relays.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/plp/tactile-switches/Y30Dn.html
https://www.te.com/usa-en/products/relays-contactors-switches/switches/tactile-switches.html?source=header-match&tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/plp/dip-switches/Y30D8.html
https://www.te.com/usa-en/products/relays-contactors-switches/switches/dip-switches.html?source=header-match&tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/plp/slide-switches/Y30DJ.html
https://www.te.com/usa-en/products/relays-contactors-switches/switches/slide-switches.html?source=header-match&tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/plp/snap-action-switches/Y30Dj.html
https://www.te.com/usa-en/products/relays-contactors-switches/switches/snap-action-switches.html?source=header-match&tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/search.html?q=CORCOM&n=70329%2070334%2070364%2070369%2070373%2070376%2070390%20127405%20551518%2071762&type=products&samples=N&inStoreWithoutPL=false&instock=N
https://www.te.com/usa-en/products/emi-filters/multi-function-inlet-filters.html?tab=pgp-story

Produkt

Sensoren

NTC-Thermistoreinheit

e

Eigenschaften

Standard-Widerstandsverhalten der Serie 400
14"-Standard-Telefonstecker

Nach Reinigung wiederverwendbar
Scheiben-Keramiksensor

Hohe Empfindlichkeit gegentber
Temperaturanderungen

316-Edelstahlrohr

Vorteile

Prazise
Anwenderfreundlich

Zuverlassig

Produktfamilie

NTC-Thermistoren

RTD-Platin-
Dunnschichtelemente

Préazise und stabile Temperaturmessung Uber einen
breiten Temperaturbereich

Entspricht DIN EN 60751
Sehr geringer Drift Uber die Lebensdauer
Kurze Ansprechzeit durch geringe thermische Masse

Verschiedene Umrissabmessungen verflgbar, um eine
Vielzahl von Platzanforderungen zu erfillen

Weltweite Austauschbarkeit

Ideal fur Laborkalibriergerate

Optimale Losung fur schnelle und prazise
Regelungssysteme

RTD-
Temperatursensoren

Mikrothermoelement

Anschlusstypen, einfach und doppelt: J, K, T, E
Schaftdurchmesser: 0,188"

Schaftausfuhrungen: Edelstahl, isolierter Edelstahl,
isoliertes Epoxidglas, Kupferspitze

Fuhrungsdraht-/Kabeloptionen
Einzel- und Doppeldiaphragma

Kundenspezifische Designs

Gut geeignet fur enge Raume

Eigenstromversorgung

Temperatursensoren

Analoger Infrarot-
Thermosaulensensor

N

Berthrungslos

Hervorragende Genauigkeit
GroBer Temperaturbereich
Messbereich von -40°C bis +300°C

Infrarotfilter-Fenster

Kontaktlos

Geeignet fur Handgerate

Thermpile-Infrarot-
(IR-)Sensoren

Digitale TSYSOx-Sensoren

0:@

Digitaler Miniatur-Temperatursensor

Einstellung eines hochprazisen Temperaturbereichs auf
Anfrage

Niedriger Versorgungsstrom

Problemlose Anpassung an den verflgbaren Platz auf
einem PC-Board

Geringe thermische Masse

Unkomplizierte Schnittstelle

Gute Genauigkeit und geeignet fur batteriebetriebene
Anwendungen

Digitale
Temperatursensoren

Unkomplizierte Méglichkeiten, um mit uns in Verbindung zu treten

<

Weitere Ressourcen

te.com

24/7

24/7-Support

Online-Shop

v O

Bestellung von Mustern

AMPLIMITE Connectors, AMP, TE Connectivity, TE Connectivity (Logo) und Every Connection Counts sind Handelsmarken. Alle anderen hier aufgeftihrten Logos, Produkt- und/
oder Unternehmensnamen kénnen Handelsmarken der jeweiligen Eigentimer sein.

Die hier zur Verfligung gestellten Informationen, einschlieBlich Abbildungen, Illustrationen und schematischer Darstellungen, dienen lediglich zur Veranschaulichung und wurden
nach unserem besten Wissen erstellt. TE Connectivity gewahrt jedoch keinerlei Garantie bezlglich der Genauigkeit und Vollstandigkeit der Angaben und lehnt jegliche Haftung
fur deren Gebrauch ab. TE Connectivity Ubernimmt nur die in den allgemeinen Geschaftsbedingungen flr dieses Produkt festgelegten Verpflichtungen und haftet in keinem

Fall fur durch den Verkauf, den Wiederverkauf, den Gebrauch oder den fehlerhaften Einsatz des Produkts entstehende Begleitschaden, indirekte Schaden oder Folgeschaden.
Die Nutzer von Produkten des Herstellers TE Connectivity missen selbst beurteilen, ob das jeweilige Produkts fiir die jeweils gewlinschte Anwendung geeignet ist.
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https://www.te.com/usa-en/product-11031935-00.html
https://www.te.com/usa-en/products/sensors/temperature-sensors/ntc-thermistors-sensors.html
https://www.te.com/usa-en/product-CAT-RTD0046.html?q=CAT-RTD0046
https://www.te.com/usa-en/product-CAT-RTD0046.html?q=CAT-RTD0046
https://www.te.com/usa-en/products/sensors/temperature-sensors/rtd-sensors-and-probes.html
https://www.te.com/usa-en/products/sensors/temperature-sensors/rtd-sensors-and-probes.html
https://www.te.com/usa-en/product-CAT-TCS0022.html
https://www.te.com/usa-en/products/sensors/temperature-sensors.html
https://www.te.com/usa-en/product-CAT-IR0001.html
https://www.te.com/usa-en/product-CAT-IR0001.html
https://www.te.com/usa-en/products/sensors/temperature-sensors/thermopile-infrared-sensors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/sensors/temperature-sensors/thermopile-infrared-sensors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/product-CAT-DTS0001.html
https://www.te.com/usa-en/products/sensors/temperature-sensors/digital-temperature-sensors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/sensors/temperature-sensors/digital-temperature-sensors.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/policies-agreements/site-map.html?elqTrackId=1D6F6F4EC3382FD517279785BA059E0C&elq=6d9b33c319e34764ada1e61ffd11ebfe&elqaid=14633&elqat=1&elqCampaignId=
https://www.te.com/usa-en/customer-support/customer-service.html?elqTrackId=BC907EEE28116C560C7736BB175B0262&elq=6d9b33c319e34764ada1e61ffd11ebfe&elqaid=14633&elqat=1&elqCampaignId=
https://www.te.com/usa-en/store.html?elqTrackId=FD889C53F5032A9F290557E0DD863EDD&elq=6d9b33c319e34764ada1e61ffd11ebfe&elqaid=14633&elqat=1&elqCampaignId=
https://www.te.com/usa-en/utilities/te-digital-resources/how-to-order-samples.html?elqTrackId=7E074309F09DA83A5AC53364708519A3&elq=6d9b33c319e34764ada1e61ffd11ebfe&elqaid=14633&elqat=1&elqCampaignId=

